1 NSTITLITO DE
PESQUISAS

TECNOLOGICAS COMUN'CAGAO TECNICA

N2176683
Visao geral da norma NBR 15129 e NBR IEC 60917-1 para o projeto de luminarias

Oswaldo Sanchez Junior

Palestra apresentada no Curso ABILUX/IPT: Atualizacdo em Desenvolvimento de

Produtos e Ensaios para lluminagéo Publica — Tecnologia LED- SGo Paulo, IPT.
A série “Comunicagao Técnica” compreende trabalhos elaborados por técnicos do IPT, apresentados em eventos, publicados em revistas especializadas ou quando seu
conteudo apresentar relevancia publica.

Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo )
S/IA-IPT | www.ipt.br
Av. Prof. Almeida Prado, 532 | Cidade Universitaria ou
Caixa Postal 0141 | CEP 01064-970
Sao Paulo | SP | Brasil | CEP 05508-901
Tel 11 3767 4374/4000 | Fax 11 3767-4099



Curso ABILUX / IPT
Atualizacao em Desenvolvimento de Produtos
e Ensaios para [P

Agenda :

Visao geral da norma NBR 15129 e NBR IEC 60917-1
para o projeto de luminarias.



Visao geral da
norma NBR 15129 e
NBR IEC 60917-1

para o projeto de luminarias.



Exemplar para uso exclusivo - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO S.A - IPT - 60.633.674/0001-55 (Pedido 364030 Impresso: 02/08/2012)

NORMA ABNT NBR

BRASILEIRA

15129

Segunda edi¢ao

26.07.2012
Vélida a partir de
26.08.2012
Luminarias para iluminacao ptblica —
Requisitos particulares
Lumninaires for road and street lighting —
Particular requirements
ICS 29.140.40 ISBN 978-85-07-03552-7
\ ASSOCIACAC Numero de referéncia
BRASILEIRA ;
QB T T ABNT NBR 15129:2012
/' TECNICAS 16 paginas

© ABNT 2012

Exemplar para uso exclusivo - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO S.A - IPT - 60.633.674/0001-55 (Pedido 364030 Impresso: 02/08/2012)

ABNT NBR 15129:2012

Sumario Pagina
Prefacio iv
1 Escopo 1
2 Referéncias normativas 1
3 Termos e definicoes 1
4 Requisitos gerais para os ensaios 3
5 Classificacdo das luminarias 3
6 Marcagao 3
7 Construgéo 4
8 Disténcias de escoamento e separagio ...8
9 Disposicdes para o aterramento 8
10 Terminai 8
i1 Fiacdo interna e externa 8
12 Protecédo contra choque elétrico 9
13 Ensaios de durabilidade e térmicos 9
14 Resisténcia a poeira e a2 umidade 9
15 Resisténcia de isolamento e rigidez dielétrica 9
16 Resisténcia ao aquecimento, ao fogo e ao trilhamento elétrico 9
17 Acréscimo de tens&o nos terminais da lampada 9
Bibliografia 16
Anexos

Anexo A (normativo) Figuras
Anexo B (infermativo) Medicao do coeficiente de arrasto
Anexo C (normativo) Grupo de ensaios
CAa Ensaio

C.i1 Generalidade:
c.1.2 Ensaio de tipo
Anexo D (informativo) Esclarecimentos e interpretagdes para lumindrias e acessérios

Figuras
Figura A.1 - Diferentes procedimentos de ensaio estatico da forga do vento...iiecenennererenes 10
Figura A.2 - Contagem de particulas de vidro sobre os lados do quadrado.....cceuuvevmrersrerinnnns 1"

© ABNT 2012 - Todos os direitos reservados iii



M 06 7212015 0kendr]

IEC 60917-1

Edition 2.0 201809

INTERNATIONAL
STANDARD

NORME
INTERNATIONALE

Modular order for the development of mechanical structures for electrical and
electronic equipment practices —
Part 1: Generic standard

Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les
infrastructures électriques et électroniques —
Partie 1: Norme générique

-2- IEC 60917-1:2018 @ IEC 2019
CONTENTS

1 Scope...o
2 Normative references ..
3 Terms and definitions _. R
4  Fundamentals and background information
4.1 General...
4.2 Struclmus. o{ electrical and electronic oqulpmunl practices .
4.3 Dimensional co-ordination with adjacent technical fields
4.4 Preparation of standards for new equipment practices .

5  Modular erder details..
8.1 Maodular grid.
5.2 Pitches ...
521 Base and multiple pitches for equipment practice .
522 Mounting pitches example -
5.3 Cao-ordination dimensions ..
5.4 lllustration of the modular order

Figure 1 — PICh e
Figure 2 — Grid....
Figure 3 — Rack _.
FIGUIRE @ — CABIMEL oottt e et et ees e e e s e o2 m e et 2 s sem e e et e £ e et s £ e e
Figure 5 — Case ...
Figure & — Swing frame
Figure 7 — Subrack _..
Figure 8 — Chassis..
Figure 9 — Plug-in unit..
Figure 10 — Console.......ccccn.....
Figure 11 — Plug-in unit guide ...
Figure 13 — Telescopic slides___
Figure 14 — Mounting frama ......
Figure 15 — Mounting PILE ..o et e e e e
Figure 16 — Front panel....
Figure 17 — Backplane _.__
Figure 18 — CabiN@l PAMEL..... oo ceeet e eeee e eeae et e e emte s eeaaeesesemamses reeaamsssemmne eassmamnsan smne
Figure 19 — Door .. B
Figure 20 — Mounting section .
Figure 21 — Structures of electrical and electronic equipment praclices ..........coecevvcveeceeeen 20
Figure 22 — Structure of equipment practice standards
Figure 23 — Modular grid... S .
Figure 24 — Partitioning of co-ordination dimensions r.'u with the same mounting pitch mp.....26




Manufacturing Equipment

MOCVD Equipment  \Wafer Fabrication Equipment Die Packaging Equipment Assembly Equipment
Epitaxy ~ Wafer Processing Die Saparation Phosphor Application
LED Die Manufacturing LED Package Manufacturing Luminaire Manufacturing
Driver Manufacturing
Dimming Controls Multi-LED
Substrales Reagenis  Metals Package Encapsulant Phosphor/ Heat Sink Remote  Components
Downconverter Phosphor
Materials
Monitoring  Monitoring  In-line  Die Test/Bin LED Package Test/Bin In-line Inspection Final Test

& Inspection & Inspection Testing
Test and Measurement Equipment

Fonte: DOE (U.S. Department of Energy). 2015. Solid-State Lighting R&D Plan.
Washington, D.C. May.



Overall PC-LED Package Efficiency: £p = £g *£ppymsa *€s = 33%

Blue LED Efficiency Phosphor + Package Efficiency Spectral Efficiency
g5 =0.66W/ 1W =66% Epspmsa) = 0.416W / 0.66W = 63% £s=137Im /175Im = 78%

White Light Output:

Red Out (0.294W) 137 Im (0.325W)

Input to Red
(0.5W)

175Im Potential {0.416W)

Input to Green — o

(0.12w)
Blue (0.04w

z
o
=
:
o
5
(=%
=
8
£
<
(V8]
a

Mix/Scatt/Abs (0.013W)
Stokes Loss (0.018W)
Nonradiative (0.002W)

Mix/Scatt/Abs (0.005W)




ProjecOes de eficacia do pacote de LED

para produtos comerciais
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Fonte : DOE/EE-1418, Solid-State Lighting R&D Plan, 2016.
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Reducado de custos m Substrate
projetados de pacotes de

m Epita
LED de alta poténcia. Py

0.9 m Wafer Proc
M Phosphor
08 P

M Packaging

0.7
0.6
0.5
0.4

0.3

Relative Manufacturing Cost

0.2

0.1

2016 2018 2020
Fonte : DOE/EE-1418, Solid-State Lighting R&D Plan, 2016.



Comparacao da reparticao de custos para diferentes aplicacdes de iluminacao

® Overhead

u Assembly

M Driver

m Thermal/Mechanical/Electrical
W Optics

W LED Package

Outdoor Area Lamp 6" Residential Downlight 2'x 4' LED Troffer (4000 Im, A19 Replacement Lamp
(8000 Im, 100 W, 5000K) (625 Im, 9.5 W, 2700K) 35W, 4000K) (800 Im, 9.5 W, 2700K)

Temos esta analise para os processos brasileiros?

Fonte : DOE/EE-1418, Solid-State Lighting R&D Plan, 2016.



Sinergia: IP + sensores
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